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ON 


(57) Abstract: The aim of the present invention is to provide a method for making a transponder in the form of a card or tag that 
can be bent or twisted without breaking the electronic component connections. This aim is achieved by means of a method for 
mounting at least one electronic component (1) comprising substantially planar conductive pads (3) connected to conductive paths 
on the surface of a generally planar insulating carrier or substrate (5), characterised in that it comprises the following steps: placing 
the substrate (5) on a working surface with the side comprising the conductive paths (6') facing upwards, placing the electronic 
component (1) in a recess (7) in the substrate (5) in an area thereof that comprises the conductive paths (6'), such that the conductive 
pads (3) of the component (1) contact corresponding paths on the substrate (5), and depositing a layer of insulating material (8) both 
onto the component (1) and at least onto an area of the substrate (5) that is located around said component (1), whereby the conductive 
pads (3) are electrically connected to the conductive paths (6') by the pressure exerted by said insulating layer (8) on the component. 


(57) Abrege : Le but de la presente invention est de proposer un procede de fabrication d'un transpondeur sous forme de carte ou 
d'dtiquette capable de register a des flexions ou des torsions sans interruption des connexions des composants eMectroniques. Ce but 
{kj est atteint par un procecle d'assemblage d'au moins un composant electronique (1) comportant des plages conductrices (3) sensible- 

Oment planes connecters a des pistes conductrices disposers sur la surface d'un support isolant gSneralement plan appele" substrat (5) 
caract6rise par les etapes suivantes: - poser le substrat (5) sur une surface de travail, la face comportant les pistes conductrices 
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(6*) 6tant dirig^e vers le haut, - placer le composant electronique (1) dans un logement (7) du substrat (5) situ6 dans une zone com- 
portant les pistes conductrices (6"), les plages conductrices (3) du composant (1) entrant en contact avec des pistes correspondantes 
du substrat (5), - appliquer une couche de matiere isolante (8) s'Stendant a la fois sur le composant (1) et au moins sur une zone du 
substrat (5) entourant ledit composant (1), de sorte que la connexion 61ectrique entre les plages conductrices (3) et les pistes conduc- 
trices (6*) soit assured par la pression de la couche isolante (8) sur le composant. 
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PROCEDE D'ASSEMBLAGE D'UN COMPOSANT ELECTRONIQUE SUR 

UN SUBSTRAT 

La prEsente invention concerne un procede d'assemblage d'un cornposant 
Electronique sur un support isolant appele substrat comportant une pluralite de 
5 pistes conductrices. Ce procede peut etre appliquE lors de la fabrication de 
transpondeurs sous forme de carte ou d'Etiquette electronique en general de faible 
epaisseur. 

On entend par etiquette Electronique, un ensemble comprenant au moins un support 
isolant, une antenne et un cornposant electronique, en general une puce. La carte ou 
10 Tetiquette Electronique fabriquEe en utilisant le procEdE selon I'invention se trouve 
dans de nombreuses applications comme moyen d'identification, de contrdle ou de 
paiement. 

Le sujet de la prEsente invention se concentre particuliErement sur le montage d'au 
moins un cornposant electronique sur le substrat d'une carte ou d'une etiquette de 
15 faible Epaisseur. Un cornposant electronique est un element tel que: une puce, une 
capacite, une resistance, une diode, un fusible, une batterie, un affichage, ou encore 
un ensemble comprenant une puce surmoulEe munie de plages de contacts. 

II est connu de I'homme du mEtier des cartes ou des Etiquettes ou des composants 
sont montEs sur un substrat, sur lequel sont gravees des pistes et des plages de 

20 connexion en matEriau conducteur (cuivre en gEnEral). Les composants sont en 
gEnEral collEs, puis leurs contacts sont soudEs sur les pistes ou sur les plages de 
connexion conductrices du substrat. Le contact electrique entre les plages de 
connexion du cornposant et celles du substrat est rEalisE par des moyens tels que: 
collage avec une colle conductrice, soudage a I'aide d'ultrasons, soudage a Taide 

25 d'un alliage a base d'Etain appliquE a chaud. 

II est aussi connu des cartes munies de composants dont les contacts sont pourvus 
de griffes ou de pointes (bumps) qui sont enfoncees par pressage dans les plages 
de connexion gravEes du substrat Le document WO0055808 dEcrit la rEalisation 
d'une connexion entre une puce et des plages de contacts d'une antenne par 
30 laminage a chaud. Les contacts de la puce comportent des bossages qui s'incrustent 
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dans la matiere conductrice des plages de connexion de I'antenne occasionnant une 
deformation de ces plages. 

Les liaisons des composants aux conducteurs du substrat peuvent aussi etre 
effectuees au moyen de fils conducteurs soud6s d'une part sur un conducteur du 
5 substrat et d'autre part sur une plage conductrice du composant. 

Afin de proteger les composants et les circuits ainsi cables, une r6sine 6poxy peut 
etre coulee sur tout ou partie de la surface du substrat afin d'enrober I'ensemble des 
composants du circuit. Selon une autre realisation, une feuille isolante est laminee 
sur tout ou partie du substrat recouvrant le ou les composants et les pistes 
10 conductrices avoisinantes. 

Le document EP0786357 decrit une carte sans contact comprenant une puce 
montee sur un substrat et connect6e £ une bobine d'antenne dispos6e sur le 
pourtour du substrat. La puce est placee dans une zone du substrat situ6e a 
I'exterieur de la boucle formee par la bobine d'antenne dans le voisinage d'un des 

15 bords de la carte. Cette position decentree de la puce la protege contre des 
contraintes provoquees par une courbure de la carte. La connexion de la bobine 
d'antenne a la puce est effectuee par pressage a chaud des bossages des contacts 
de la puce sur les pistes de terminaison de la bobine. Selon une variante cette 
connexion est realisee par soudage de fils ("wire-bonding") entre les contacts de la 

20 puce et les pistes issues de la bobine. 

Le document US2002/01 10955 decrit une methode de fabrication d'un module 
electronique comprenant un substrat et au moins une puce. Cette derniere est soit 
collee sur une des faces du substrat, soit press6e a chaud dans I'epaisseur du 
substrat de maniere a affleurer sa surface. Le substrat comporte en outre des plages 
25 conductrices auxquelles la puce est connectee au moyen de pistes conductrices 
tracees par s6rigraphie, selon une variante pr§feree. Les contacts de la puce 
comportent des bossages sur lesquelles les pistes, ainsi tracees, aboutissent en les 
recouvrant. Une 6tape finale consiste & appliquer un film mince ou une laque de 
protection sur la puce et sur les pistes conductrices a proximite de la puce. 


30 
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Les transpondeurs dont les composants sont assembles selon les procedes connus 
decrits ci-dessus pr6sentent un inconvenient au niveau de la qualite et de la fiabilite 
de la connexion du composant au conducteur. En effet, cette connexion peut etre 
interrompue totalement ou de maniere intermittente en fonction les contraintes 
5 m6caniques subies par le transpondeur lors de son utilisation. Plus particulierement, 
les transpondeurs de faible epaisseur comme des cartes ou des etiquettes 
electroniques sont ais6ment d£formables par flexion ou par torsion. Ces contraintes 
peuvent apparaitre lors de ('utilisation courante du transpondeur comme par exemple 
sur une etiquette appliquee sur une surface d'un objet presentant des protuberances. 

10 Malgre la protection des composants par surmoulage ou par laminage d'une feuille 
isolante, les connexions des composants sont soumises a des forces internes de 
traction et de compression qui provoquent leur rupture lorsque le transpondeur est 
d6form6. Ce phenomene est encore accentu6 lors de deformations repetitives qui 
entrament la fatigue de la liaison qui finalernent se rompt apres un certain nombre de 

15 flexions ou de torsions subies par le transpondeur. 

Le but de la presente invention est de pallier les inconvenients decrits ci-dessus a 
savoir d'accroTtre la fiabilite et la qualite de la liaison electrique entre le ou les 
composants electroniques et les pistes conductrices du substrat tout en reduisant les 
couts de fabrication du transpondeur. 

20 La presente invention a 6galement pour but de proposer un procede de fabrication 
d'un tel transpondeur sous forme de carte ou d'&tiquette capable de resister a des 
flexions ou des torsions sans interruption des connexions des composants. 

Ces buts sont atteints par un proc6d6 d f assemblage d'au moins un composant 
6lectronique comportant des plages conductrices sensiblement planes connectees a 
25 des pistes conductrices disposees sur la surface d'un support isolant g&n6ralement 
plan appel6 substrat caracterisg par les etapes suivantes: 


- poser le substrat sur une surface de travail, la face comportant les pistes 
conductrices 6tant dirigee vers le haut, 
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- placer le composant electronique dans un logement du substrat situe dans une 
zone comportant les pistes conductrices, les plages conductrices du composant 
entrant en contact avec des pistes correspondantes du substrat, 

- appliquer une couche de mattere isolante s'6tendant a la fois sur le composant et 
5 au moins sur une zone du substrat entourant ledit composant, de sorte que la 

connexion electrique entre les plages conductrices et les pistes conductrices sort 
assuree par la pression de la couche isolante sur le composant. 

Le composant electronique aussi appel6 module electronique est en g§n6ral form§ 
d'une puce dont les contacts situ6s sur une de ses faces sont rapportes sur une 

10 feuille conductrice, appel6e "leadframe" constituant des plages de contact qui 
prolongent les contacts de petites dimensions de la puce. Dans un exemple de 
realisation, la face opposee de la puce est surmoul6e par une matifere isolante en 
general de la resine epoxy. Le "leadframe" permet de faciliter la connexion du 
module Electronique sur des pistes conductrices d'un circuit imprime. La plupart des 

15 composants d semi-conducteur montes sur la surface de circuits imprimes 
comportent de tels "leadframe". 

Les pistes conductrices du substrat sont d6finies au sens large. Elles peuvent etre 
constitutes de pastilles ou de plages conductrices reliees a des segments 
conducteurs d'un circuit grave chimiquement ou d6pos6 par s§rigraphie sur le 
20 substrat. Un tel circuit peut constituer par exemple I'antenne d'une carte sans contact 
servant d rapport d'6nergie a la carte et £ l'6change de donn6es numeriques au 
moyen d'un terminal. 

II est important de noter que la mfethode selon I'invention ne n6cessite ni soudure, ni 
accrochage d'une manure quelconque des contacts du composant sur les 
25 conducteurs du circuit. II suffit done que les surfaces de contact du composant et du 
substrat soient pressees Tune contre I'autre en pr6sentant des surfaces 
sensiblement planes. Le composant est retenu sur le substrat par la matiere isolante 
qui le recouvre en s'6tendant sur la p6riph6rie du composant. 

Le logement dans le substrat sert a maintenir temporairement le composant entre la 
30 phase de sa pose et du d6pot de la couche isolante. Ce logement peut etre r6alis6 
de plusieurs manures telles qu f une cavit6 dans le substrat obtenue par fraisage ou 
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une fenetre decoupee par etampage, ou simplement par deformation du substrat par 
Techauffement du composant lors de sa pose sur le substrat. 

L'avantage du montage du composant selon cette methode reside en ce que le 
contact entre le composant et les conducteurs du circuit est maintenu lorsque le 
5 transpondeur est flechi ou tordu. En effet, les forces internes apparaissant au niveau 
de la connexion auront tendance a faire glisser les contacts les uns sur les autres 
sans occasionner de rupture comme dans le cas d'une connexion soudee ou ancree. 
Des contraintes repetees exercees sur le transpondeur entrament un effet 
"autonettoyant" des conducteurs par frottement de leur surfaces en contact. Par 
10 consequent les performances de la connexion comme sa fiabilite et sa conductivity 
6lectrique se trouvent grandement ameliorees. 

^invention sera mieux comprise grace d la description detaillee qui va suivre et qui 
se refere aux dessins annexes qui sont donnes a titre d'exemple nullement limitatif, 
dans lesquels: 

15 - la figure 1 repr6sente un composant sous forme d'un module electronique muni de 
plages de contact. 

- la figure 2 represente une vue de dessus d'un transpondeur de faible epaisseur 
comprenant un substrat et un composant pourvu de plages de contact protege par 
une couche isolante 

20 - la figure 3 illustre une coupe agrandie du transpondeur de la figure 2 selon I'axe A- 
A 

- la figure 4 illustre une coupe d'un assemblage d'un transpondeur comprenant deux 
substrats et un composant pourvu de plages de contact 

- la figure 5 illustre une coupe d'un assemblage d'un transpondeur comprenant deux 
25 substrats et un composant constitu6 par une puce ins6r6e dans Tun des substrats. 

Le composant (1) de la figure 1 formant un module electronique comporte une puce 
(2) protegee par un surmoulage (4) en matfere isolante telle que de la r6sine 6poxy. 
Les contacts de la puce sont connectes a des plages de contact (3) form§es dans 
une feuille conductrice en cuivre etame par exemple constituant le "leadframe". 
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La figure 2 et la coupe selon I'axe A-A illustr6e par la figure 3 montrent un exemple 
de transpondeur comportant un substrat (5) de faible epaisseur pouvant etre 
deforme sur lequel est place le composant (1) de la figure 1. La surface superieure 
de ce substrat comporte des pistes ou des plages conductrices (6) gravees, collees 
5 ou imprimees par serigraphie par exemple. La partie surmoulee (4) du composant (1) 
est inseree dans un logement (7) constitu6 par une cavite usinee ou une fenetre 
d6coup6e dans le substrat de mani&re d minimiser I'gpaisseur finale du 
transpondeur. Les pistes conductrices (6) du substrat sont en contact avec les 
plages conductrices (3) du composant uniquement par pression sans utilisation de 

10 soudure ou de colle conductrice. Les surfaces ainsi en contact sensiblement planes 
ne comportent aucun relief particulier pouvant servir de point d'ancrage. Le maintien 
du composant sur le substrat et de la pression sur ses contacts sont assures par une 
couche isolante (8) r6partie £ la fois sur la surface apparente du composant et sur 
une zone du substrat voisine du composant. Selon une variante, cette couche 

1 5 isolante peut etre repartie sur toute la surface superieure du substrat. 

Un transpondeur ainsi realise peut etre deforme sans que les connexions du 
composant sur les conducteurs du substrat soient interrompues. Les plages de 
contact du "leadframe" auront tendance £ frotter sur les pistes du substrat sous 
Taction des forces internes engendrees par la deformation du transpondeur. 

20 La figure 4 montre une variante de Tassemblage du transpondeur selon la methode 
de I'invention ou la partie surmoulee (4) du composant (1) est ins6r6e dans une 
cavite ou chass6e dans une fen§tre d'un premier substrat (5) isolant. Les plages 
conductrices (3) du composant sont ainsi disposees sur la surface inferieure du 
substrat (5). Un second substrat (9) comportant, sur sa surface superieure, une 

25 pluralite de pistes conductrices comme par exemple une antenne (6') et des pistes 
de contact (6) situees en regard de cedes du composant est applique sur le premier 
substrat (5). L'assemblage des deux substrats (5, 9) est effectue par collage ou 
laminage a chaud ou a froid suivant les fleches L. Le contact 6lectrique du 
composant avec les pistes (6) du second substrat est realise par la pression du 

30 laminage ou du collage. L'6paisseur finale du transpondeur se limite £ celle des deux 
substrats (5, 9) superposes. 
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Selon une autre variante, le composant (1) ne comporte pas de surmoulage, la puce 
(2) est alors protegee directement par le premier substrat (5). La puce est soit 
ins6ree dans une cavite (7) pr6-usin6e dans le substrat, soit enfoncee a chaud dans 
la matiere du substrat de fagon a ce que les plages de contact (3) du composant (1) 
5 s'appliquent contre la surface interne du substrat (5). 

L'insertion directe du composant dans la matiere du substrat sans cavite pre-usinee 
s'effectue par echauffement de la puce lors de sa pose entratnant un ramollissement 
local et une deformation du substrat La puce est ensuite enfoncee dans le substrat 
au moyen d'un outillage approprie a la profondeur voulue. Le logement ainsi 
10 constitue est adapte au contour de la puce et maintient la position de la puce ou de 
Tensemble du composant pendant le laminage du second substrat. 

Le second substrat (9) est assemble de la meme maniere que dans la variante 
pr6c6dente. L'6paisseur du premier substrat (5) peut ainsi etre reduite a une valeur 
proche de celle de la puce. 

15 La figure 5 represente une variante de Tassemblage d'un transpondeur ou le 
composant est constitu6 uniquement par une puce (2) depourvue de "leadframe". 
Dans ce cas, comme dans le precedent, la puce (2) est soit logee dans une cavite 
pr6-usin6e soit pressee dans la matiere du premier substrat (5) de fagon a faire 
apparaTtre ses plages de contacts (3') d fleur de la surface du substrat (5). Le second 

20 substrat (9) est muni de pistes conductrices (6) en regard de celles de la puce 
destinee a sa connexion par la pression du collage ou du laminage de Tensemble 
des deux substrats (5, 9). Les plages de contact (3') de la puce (2) sont bien entendu 
planes ce qui permet leur frottement sur les pistes conductrices correspondantes du 
second substrat en cas de deformation du transpondeur. 

25 La couche isolante deposee sur le composant et sur tout ou partie de la surface du 
substrat ainsi que le second substrat lamine sur le premier substrat peuvent 
comporter un decor ou un marquage sur la surface exterieure caracterisant le 
transpondeur final. En outre le premier substrat peut 6galement comporter un decor 
sur la face opposee d celle supportant les pistes conductrices. 

30 La methode selon ('invention s'applique aussi £ I'assemblage de cartes dites "dual" 
c'est-a-dire comprenant d'une part un ensemble de contacts plans affleurant une des 
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faces exterieures de la carte et d'autre part une antenne interne sous forme d'un 
ensemble de pistes conductrices. Cet ensemble de contacts est situ6 sur une des 
faces d'un module et chaque contact est reiie A une plage conductrice sur la face 
oppos§e du module. Ce dernier est insere dans un logement muni d'une fenetre 
5 decouple dans un premier substrat dont l'6paisseur est sensiblement egale a celle 
du module. L'ensemble de contacts affleure la surface du substrat constituant la face 
exterieure de la carte et les plages conductrices de la face opposee s'appuient sur 
des pistes conductrices d'un second substrat assemble sur le premier substrat. 

Une puce ou un module electronique supplemental tel que decrit precedemment, 
10 completant cet assemblage, peut etre monte dans Tun ou I'autre des substrats. Les 
plages conductrices de ce module se connectent par pression sur des pistes 
conductrices correspondantes de la surface d'un des substrats. 

II est egalement envisageable d'assembler puis de laminer plus de deux substrats 
superposes comprenant des pistes conductrices et des modules electroniques dont 
15 les plages conductrices se connectent par la pression du laminage sur des pistes 
conductrices correspondantes disposees sur les faces de Tun ou I'autre des 
substrats. 
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REVENDICATIONS 

1. Procede d'assemblage d'au moins un composant electronique (1) comportant 
des plages conductrices (3) sensiblement planes connectees a des pistes 
conductrices dispos6es sur la surface d'un support isolant gen6ra lement plan appel6 
substrat (5) caracterise par les etapes suivantes: 

- poser le substrat (5) sur une surface de travail, la face comportant les pistes 
conductrices (6') etant dirig6e vers le haut, 

- placer le composant electronique (1) dans un logement (7) du substrat (5) situe 
dans une zone comportant les pistes conductrices (6'), les plages conductrices (3) 
du composant (1) entrant en contact avec des pistes correspondantes du substrat 
(5), 

- appliquer une couche de rnatiere isolante (8) s'etendant a la fois sur le composant 
(1) et au moins sur une zone du substrat (5) entourant ledit composant (1), de sorte 
que la connexion electrique entre les plages conductrices (3) et les pistes 
conductrices (6*) soit assuree par la pression de la couche isolante (8) sur le 
composant. 

2. Procede selon la revendication 1 caracterise en ce que le composant 
Electronique (1) est form6 d'une puce (2) munie de contacts sur une de ses faces, 
lesdits contacts etant rapportes sur une feuille conductrice constituant des plages de 
contact (3) prolongeant les contacts de la puce (2), la face oppos6e de la puce (2) 
est surmoutee par une mati6re isolante (4). 

3. Procede selon la revendication 1 caracteris6 en ce que la couche de rnatiere 
isolante est constitute par un premier substrat (5) comportant un logement (7) dans 
lequel est ins6r6 le composant (1) par sa face surmoulte, les plages de contact (3) 
dudit composant se connectant avec des plages conductrices (6) correspondantes 
d'un second substrat (9) pose sur la surface de travail. 

4. Proc6d6 selon la revendication 1 caracterise en ce que le composant 
electronique (1) est forme d'une puce (2) munie de contacts sur une de ses faces, 
lesdits contacts etant rapportes sur une feuille conductrice constituant des plages de 
contact (3) prolongeant les contacts de la puce (2). 
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5. Procede selon les revendications 1 et 4 caracteris6 en ce que la couche de 
matiere isolante est constitute par un premier substrat (5) comportant un logement 
(7) dans lequel est inseree la puce (2) du composant (1), les plages de contact (3) 
dudit composant (1) s'appliquant contre la surface du substrat (5) se connectent 
avec des plages conductrices (6) correspondantes d'un second substrat (9) pose sur 
la surface de travail. 

6. Procede selon les revendications 1 et 4 caracterise en ce que le logement du 
composant (7) est obtenu par tchauffement de la puce (2) du composant (1) puis 
enfoncement de ladite puce (2) dans la matiere du substrat (5) au moyen d'un 
outillage adequat, les plages de contact (3) dudit composant (1) s'appliquant contre 
la surface du substrat (5). 

7. Proctde selon la revendication 1 caracterise en ce que le composant 
6lectronique (1) est forme d'une puce (2) munie de contacts sensiblement plans sur 
une de ses faces. 

8. Procede selon la revendication 7 caracteris6 en ce que la couche de matiere 
isolante est constitute par un premier substrat (5) comportant un logement (7) dans 
lequel est inseree la puce (2), les contacts de ladite puce affleurant la surface du 
substrat (5) se connectent avec des plages conductrices (6) correspondantes d'un 
second substrat (9) pose sur la surface de travail. 

9. Procedt selon la revendication 1 caracterise en ce que le logement (7) du 
composant (1) est constitue d'une cavite usinee ou d'une fenetre 6tamp6e. 

10. Proc6d6 selon la revendication 8 caracterise en ce que le logement (7) de la 
puce (2) est obtenu par echauffement puis enfoncement de ladite puce (2) dans la 
matfere du substrat (5) au moyen d'un outillage adequat, les plages de contact de 
ladite puce (2) affleurant la surface du substrat (5). 

11. Proc6d6 selon la revendication 1 caracterise en ce que le composant 
electronique (1) est form6 d'un module comportant sur une de ses faces un 
ensemble de contacts plans et sur la face opposte des plages conductrices relites d 
chaque contact de I'ensemble. 
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12. Procede selon les revendications 1 et 11 caracterise en ce que le module est 
ins6re dans un logement (7) muni d'une fenetre decoupee dans un premier substrat 
(5) d'epaisseur sensiblement egale a celle du module, I'ensemble de contacts plans 
affleure la surface dudit substrat (5) et les plages conductrices de la face opposee 
s^appuient sur des pistes conductrices (6 1 ) d'un second substrat (9) assemble sur le 
premier substrat (5). 

13. Proced6 selon la revendication 12, caracterise en ce qu'au moins un module 
ou une puce (2) supptementaire est monte dans Tun ou I'autre des substrats (5, 9), 
ledit module comportant des plages conductrices (3) connectees par pression sur 
des pistes conductrices (&) correspondantes de Tun ou I'autre des substrats (5, 9). 

14. Procede selon les revendications 3 et 13 caracteris6 en ce qu'il comporte une 
etape suppl6mentaire de collage et de pressage de I'assemblage form6 par la 
superposition des substrats (5, 9). 
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